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세계최고등급의
보안 인증

CC EAL4+

업계최고수준의보안인증

CC EAL4+ 인증

세계최초 TÜV Rheinland

수냉식누수방지인증

Cold-plate수냉서버의신뢰성, 

10년누수방지요구사항충족

세계최초 TÜV SÜD

냉각PUE 에너지효율인증

PUE가 1.06 이하, 업계를선도하는

Cold-plate수냉서버

Intertek carbon

footprint인증

Intertek의세계최초서버 carbon  

footprint 인증으로이전세대에비

해수명 주기탄소배출량 7% 이

상절감

PCI DSS

4.0 보안표준을준수하는세계
최초의서버

금융업계의권위있는보안인

증및 PCI DSS 4.0 보안표준

을준수하는 세계최초의 x86

서버

Intertek Tick Mark 

인증

Intertek의세계최초서버 Tick 

Mark 인증으로탁월한공예, 

간결한장식, 효율적인고장수리

등 16개항목에서테스트통과

에너지 절약, 탄소 배출 감소, 보안 및 신뢰성에 대한
국제 기관의 인증 획득



쿨링 시스템 업그레이드

G P U  전력 지원 업그레이드

디스크 업그레이드

전력 지원 이전 세대보다 33% 확장

최대 450-600W GPU 지원

GPU 서버 부분 수냉식 쿨링 시스템 도입, 

차세대 GPU 수요를 만족

NVMe 하드 RAID 지원

속도, 내구성, 안정성 향상 및 성능 최적화

C P U  업그레이드 ,  더욱 강력한 성능

메모리 업그레이드 ,  더 빠른 속도

P C I e  업그레이드 ,  슬롯 확장

Intel Xeon 6세대 CPU 지원, 

최대 코어수 100% 증가 등 전반적인 컴퓨팅 성능 향상

DDR5 (5600MT/s) → DDR5 (6400MT/s) 

최대 MRDIMM 8800MT/s 지원, 시스템 속도 증가

내장형 RAID 카드, PCIe 슬롯 확장 등을 통해

이전 세대보다 최대 가용 슬롯 60% 확장

FusionServer V8

차세대 제품군 하드웨어 업데이트(Rack&AI)



스토리지

초대형 로컬 스토리지: 최대

36개의 3.5인치 하드 드라이브와

8개의 NVMe SSD를 지원하여

cold/warm 스토리지 및 고속

스토리지 니즈 충족

초대용량 · 확장성
1종 모델：5288 V8

밸런스

자주 사용하지 않는 구성 요소 휴면 처리

및 전원 공급 차단

PID 에너지 세이브 속도 조절 및 전원

공급 active/standby 등 스마트 에너지

세이브 절약 기술 보유

고성능 · 확장성 · 보안성 · 스마트운영
2종 모델：1288 V8 / 2288 V8

퍼포먼스

기존 밸런스 모델의 성능에 더해

최대 450W GPU 4장 장착 지원, 

다양한 활용성 및 강력한 퍼포먼스

제공

고성능 · 확장성 · GPU
1종 모델：2288H V8

EnergyGovernment NetworkFinance Cloud

고성능 / 안전 / 신뢰 고효율 / 안전 / 간단한 구성 고집적 / 절약/ 대용량 고성능 / 안전 / 신뢰/ 절약고성능 / 절약

플래그십

PCIe 타입(600W) 또는 SXM 5.0

8-GPU 모듈 지원; 

수냉식 GPU서버 도입을 통한

차세대 GPU 니즈 충족

GPU · AI · 슈퍼 컴퓨팅
3종 모델： G6500 V8/G6500 E V8/G8600 V8

모든 업계의 디지털화의 초석 마련



FusionServer V8 Specification

1288 V8
(1U2P)

2288 V8
(2U2P)

2288H V8
(2U2P)

5288 V8
(4U2P)

xFusion FusionServer V8 Specification

Type 1288 V8 2288 V8 2288H V8 5288 V8

Height 1U 2U 2U 4U

Processor 2P 2P 2P 2P

Processor Type Xeon 6 SP Xeon 6 SP Xeon 6 AP Xeon 6 SP

Memory
32*DIMMs

DDR5 (6400MT/s) 

32*DIMMs

DDR5 (6400MT/s) 

24*DIMMs

DDR5 (6400MT/s) 

32*DIMMs

DDR5 (6400MT/s) 

Local Storage 8/10*2.5 or 4*3.5 8/24/25*2.5 or 12*3.5 8/16/24*2.5 36*3.5 + 8*2.5

PCIe Expansion
5*PCIe Slots

+ 2*OCP 3.0 지원

10*PCIe Slots

+ 2*OCP 3.0 지원

8*PCIe Slots

+ 2*OCP 3.0 지원

10*PCIe Slots

+ 2*OCP 3.0 지원



FusionServer V8 Specification

G6500 V8
(6U2P)

G6500E V8
(6U2P)

xFusion FusionServer V8 Specification

Type G6500 V8 G6500E V8

Height 6U 6U

Processor 2P 2P

Processor Type Xeon 6 Xeon 6

Memory
32*DIMMs

DDR5 (6400MT/s) 

32*DIMMs

DDR5 (6400MT/s) 

PCIe Expansion 23*PCIe 5.0 X16 Slots 8*PCIe 5.0 X16 Slots

GPU 8/10 Dual Slots, 16/20 Single Slots 16 Single Slots, NVL16

Cooling System Air Cooling Liquid Cooling
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1288 V8 전면도

1288 V8 후면도

1288 V8

Form Factor 1U2P 

CPU 2*Xeon 6 SP CPU，최대 TDP 350W

Memory 32*DDR5，최대 6400MT/s；MRDMM 지원，최대 8000MT/s

Local Storage

다양한 디스크 및 핫스왑 지원

• 8/10*EA 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 디스크 지원

• 4*EA 3.5인치 SAS/SATA 디스크 지원

• 16*E3.s 디스크 지원

• 2*EA M.2 SSDs 지원

RAID RAID0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원

IO 최대 5*EA PCIe 슬롯，2*OCP 3.0 지원

PSU 2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원

Fan Module 8*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원

Operting
Temperature

5℃~35℃

Dimensions 43mm×447 mm×798 mm（HxWxD）

Power 
Consumption

≈1.5kW

1288 V8：1U2P Rack Server
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2288 V8 전면도

2288 V8 후면도

2288 V8

Form Factor 2U2P 

CPU 2*Xeon 6 SP CPU，최대 TDP 350W

Memory 32*DDR5，최대 6400MT/s；MRDMM 지원，최대 8000MT/s

Local Storage

다양한 디스크 및 핫스왑 지원

• 8/16/24*EA 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 디스크 지원

• 8/12*EA 3.5인치 SAS/SATA 디스크 지원

• 36*E3.s 디스크 지원

• 2*EA M.2 SSDs 지원

RAID RAID0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원

IO 최대 10*EA PCIe 슬롯

OCP 2*OCP 3.0 지원

PSU 2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원

Fan Module 6*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원

Operting
Temperature

5℃~35℃

Dimensions 86.1mm×447 mm×798 mm（HxWxD）

Power 
Consumption

≈3kW

2288 V8：2U2P Rack Server
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2288H V8 전면도

2288H V8 후면도

2288 V8

Form Factor 2U2P 

CPU 2*Xeon 6 AP CPU，최대 TDP 500W

Memory 24*DDR5，최대 6400MT/s；MRDMM 지원，최대 8800MT/s

Local Storage

다양한 디스크 및 핫스왑 지원

• 8/16/24*EA 2.5인치 NVMe 디스크 지원

• 2*EA M.2 SSDs 지원

IO 최대 8*EA PCIe 슬롯

PSU 2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원

Fan Module 4*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원

Operting
Temperature

5℃~35℃

Dimensions 86.1mm×447 mm×920 mm（HxWxD）

Power 
Consumption

≈3kW

2288H V8：2U2P Rack Server
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5288 V8 전면도

5288 V8 후면도

5288 V8

Form Factor 2U2P 

CPU 2*Xeon 6 SP CPU，최대 TDP 350W

Memory 32*DDR5，최대 6400MT/s；MRDMM 지원，최대 8000MT/s

Local Storage

다양한 디스크 및 핫스왑 지원

• 36*EA 3.5인치 SAS/SATA 디스크 지원

• 8*EA 2.5인치 NVMe 디스크 지원

• 2*EA M.2 SSDs 지원

RAID RAID0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원

IO 최대 10*EA PCIe 슬롯

OCP 2*OCP 3.0 지원

PSU 2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원

Fan Module 6*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원

Operting
Temperature

5℃~35℃

Dimensions 175mm×447 mm×798 mm（HxWxD）

Power 
Consumption

≈1.8kW

5288 V8：4U2P Rack Server
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G6500 V8

Purpose AI 훈련/추론，HPC

Form Factor 6U2P GPU 서버

GPU
8/10*EA 듀얼 슬롯 GPU 카드 또는 16/20*EA 싱글 슬롯 GPU 카드
지원

CPU 2*EA Intel Xeon 6, 최대 TDP 500W

Local Storage

다양한 디스크 및 핫스왑 지원

•8*EA 2.5인치 SAS/SATA 디스크 지원

•8*EA NVMe SSD 디스크 지원

•2*EA M.2 SSD

RAID RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원

IO 최대 23*EA PCIe 5.0 X16 슬롯

PSU 8*EA 12V 핫스왑 PSU Module, N+N/N+M 이중화 지원

Fan Module 8*EA 핫스왑 Fan Module, N+1 이중화 지원

Operting
Temperature

5℃~35℃

Dimensions 264mm×447 mm×850 mm（HxWxD）

Power 
Consumption

≈7kW

G6500 V8 전면도

G6500 V8 후면도

G6500 V8：6U8Card GPU Server
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G6500E V8

Purpose 대규모 AI 훈련

Form Factor 6U2P GPU 서버（ 수냉식 ）

GPU 16 싱글 슬롯 수냉식 GPU 카드，NVLink 지원

CPU 2*EA Intel Xeon 6, 최대 TDP 500W

Local Storage

다양한 디스크 및 핫스왑 지원

•8*EA 2.5인치 SAS/SATA 디스크 지원

•8*EA NVMe SSD 디스크 지원

•2*EA M.2 SSD

RAID RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원

IO
기본：2*EA PCIe 5.0 X16 슬롯
확장：최대 8*EA PCIe 5.0 X16 슬롯 확장 지원

PSU 12*EA 12V 핫스왑 PSU Module, N+N/N+M 이중화 지원

Fan Module 5*EA 핫스왑 Fan Module, N+1 이중화 지원

Operting
Temperature

5℃~35℃

Dimensions 264mm×447 mm×850 mm（HxWxD）

Power 
Consumption

≈12kW(NVL16)/15kW(NVL32)

G6500E V8 전면도

G6500E V8 후면도

G6500E V8：NVL16 수냉식 GPU Server



FusionPOD 제품군

유연한 수냉식 배치

데이터 센터 개조 불필요, 기존 대비 컴퓨팅 밀도 25% 향상, 

공랭식 및 수냉식 하이브리드 배치 가능, 효율성 UP업계 최고 밀도의 랙 스케일 서버, 

144개 CPU 또는 64개 GPU 지원, 100% 수냉식 지원

FusionPOD

P U E  <  1 . 2 ,  공랭식 데이터 센터
대비 효율 대폭 개선

수냉식 모델을 통한
다양한 컴퓨팅 니즈 충족

표준 데이터센터 PUE 기준 충족, 저비용으로 고성능

칩 지원 가능, 최대 칩당 500W 이상 지원

랙형 및 고밀도 수냉식 서버 지원

수냉식 컴퓨팅을 통한 다양한 시나리오 니즈 충족

컴퓨팅 성능 8배 향상 ,  
p P U E 1 . 0 6까지 감소

높은 보안성 및 완벽한 보호 설계

최첨단 블라인드 매칭 기술 적용

노드, 캐비닛, 서버룸 누수 방지 설계, 

누수 발생 노드 자동 격리 기능 제공

블라인드 매칭 구조로 케이블 프리 구현

효율적인 O&M을 위한 블라인드 노드 매칭: 

향후 무인 O&M 지원



FusionPoD냉각탑
냉각 펌프

CDU
(100~200kW) 

냉각탑
냉각 펌프

냉각수 교환기 렉
냉각 펌프

에어컨

FusionPoD DLC System

공냉식 DC H/W 설계

FusionPoD 1.0 
DLC System DC H/W

설계

pPUE 27% 감소

FusionPoD 1.0 
DLC 설계

공냉식 설계

≤1.06

pPUE

1.5

pPUE

pPUE 27% 감소

전원공급장치 및 Cooling system  일체형 설계, DC 공간 절약

➢랙별로 설계되는 내장형 전원공급 및 Cooling System

➢UPS실 및 전원실 공간 절약

➢수냉식 설계로 냉각수 교환기 및 에어컨 공간 절약

Direct Liquid Cooling: System
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FusionPoD

Purpose HPC Parallel Computing Cluster

Power Supply 17+1 x3kW PSU Centralized power supply

Cooling System 수냉식

Server Node 32*EA 1U 수냉식 Compute Tray，최대 8192 Cores

Power 
Consumption

≈50kW

Node DH120E V8，1U 수냉식 Compute Tray

CPU 2*EA Intel Xeon 6 AP，최대 TDP 500W

Memory 24*DDR5，최대 6400MT/s；MRDMM 지원，최대 8800MT/s

Network
2*10/25G Ethernet

1*200/400G IB NDR

FusionPoD：Rack-Scale Computing Server
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FusionPoD for AI

Purpose AI Training Cluster & Centralized Inference Cluster

Power Supply 35+1 x3kW PSU Centralized power supply

Cooling 
System

수냉식

Server Node 8*EA 4U 수냉식 GPU 서버

Power 
Consumption

≈105kW

Node DH560E V7，4U 수냉식 GPU 서버

GPU HGX 8*H100/H200 SXM

CPU 2*EA 5th Gen Intel Xeon Scalable Processors, 최대 TDP 350W

Memory 32*DDR5，최대 5600MT/s

Local Storage 2*SATA SSD，8*NVMe SSD

IO 12*EA PCIe 슬롯

FusionPoD for AI：GPU Rack-Scale Server(V7)
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iBMC(IPMI) - 안전하고 지능적이며 고도로 통합된 시스템 관리 지원



고장 발생

시스템 정상

시스템 셧다운

In-band
수집

정보
수집

분석 전문가
분석

RAW 데이터

데이터 분석

알림

아웃풋

Out-band
수집

전문가 진단 및 고장 알림

1. BMC 자동 고장 데이터 수집

2. 20+년 이상 경력의 x86 전문가 분석 진단 제공

3. 스마트 관리 칩셋 고장 분석 진단

전 부품 모니터링

1. Out-band HW 및 센서 상태 모니터링

2. In/Out-band 데이터 통로 연결, OS의 정상/비정상
상태 검사 후 전체 모니터링

PCIe Board,
PSU,
Fan…

In-band 데이터

Out-band 데이터

CPU

메모리
디스크

정보 수집 로직 고장 분석 로직

iBMC

CPU

FDM 스마트 고장 진단, 정확도 96%



지능형 메모리 자가 보정 기술을 사용하여 메모리 오류율을 최대 50% 감소



원천 개발함으로써 신뢰할 수 있는 완벽한 보안 기능 제공



HDD 드라이브 신뢰성 및 안정성 향상 기술



Super-Care

기술 전문가

HW 부품

서비스툴 및 케이스

SW 패치

인증 엔지니어

현지 서비스 팀

고객 네트워크 친숙도

고객 비즈니스 이해도

TAC 서포트
• 기술 지원 서비스
• 전문 서비스 팀
• ITIL-based IT 플랫폼 및 프로세스

온라인 서비스
• 라이브러리 (케이스 및 문서)
• 전문가 포럼 및 셀프 서비스 툴
• 소프트웨어 업데이트 권한 부여

현장지원
• 현장 하드웨어 교체

• 현장 문제 해결

HW 서포트
• 하드웨어 사전 교체

• 하드웨어 반환 & 수리

서비스 파트너 업체
(TAC)

Super-Care 
Super-Care 

On-site

TAC 

서포트 ● ●

온라인
서비스 ● ●

HW 

서포트 ● ●

현장지원 ●

불량 디스크/메모리/부품 반납이 불필요합니다.OS의 빠른 설치, 배포 및 비즈니스의 신속한 시작을 보장합니다

빠른 설치: xFusion 서버시 신속한 고객사 서비스에 투입 가능하도록 OS 사전 설치

서비스를 제공

효율성과 전문성:효율적인 맞춤형 현장설치가 가능하며 운영체제 일괄설치 툴과

가이드를 통해 서비스 전문가가 현장에서 설치 해드립니다.

• 교체 대상 부품에서의 고객사 데이터와 개인정보를 보호하기 위해 데이터 보안 요구

사항을 충족하기 위해 온디맨드 방식으로 수리 또는 파기

• 다양한 정보 보안 수준을 충족하는 3가지 유형의 미디어 보존 서비스

Super-Care 서비스: 고객의 다양한 요구사항을 충족하는 고객 중심의

기술 지원 서비스



Thank you.
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Serve You Better


